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Abstract (en)
The pump (100) has a pump housing (102) formed from an injection molding-plastic material. An electronically commutated direct current motor
housing part closes a drying room, which separates a separating can (116) of a housing part (104) from a wet area. An electronic system is arranged
on a printed circuit board (61), where conducting paths of the circuit board are in heat-conducive contact with a base (117) of the separating can. A
heat-conducting foil (67) is arranged between the base and the plate and couples electronic components, particularly, transistors over the conducting
paths.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Kreiselpumpe (100) mit einem aus spritzgusstechnisch verarbeitbarem Kunststoffmaterial bestehenden Pumpengehause
(102), das ein erstes, einen Saugstutzen (105) und einen Druckstutzen (106) aufweisendes, Gehauseteil (103), und ein zweites, einen elektronisch
kommutierten Gleichstrommotor (10) aufnehmendes und einen Spalttopf (116) aufweisendes zweites Gehauseteil (104) umfasst, einem
Motorgehauseteil (44), der einen Trockenraum, den der Spalttopf (116) von einem Nassraum trennt und in dem ein Stator (40) und eine Elektronik
(60) angeordnet sind, schlie3t und einem Permanentmagnetrotor (50), der im Nassraum drehbar gelagert ist und ein Pumpenlaufrad (59), das sich
in den Pumpenraum 109 erstreckt, antreibt, wobei die Elektronik auf einer rechtwinklig zu einer Achse (49) und parallel zu einem Boden (117) des
Spalttopfs (116) ausgerichteten Leiterplatte (61) angeordnet und die Leiterplatte (61) in warmeleitendem Kontakt mit dem Boden (117) ist. Aufgabe
der Erfindung ist es warmeempfindliche elektronischen Bauteile auf einfache Weise und mit hohem Wirkungsgrad zu kiihlen, wobei eine einfache
Montage der Elektronik gewahrleistet ist und nur eine geringe Teileanzahl benétigt wird und der Bauraum so gering wie mdoglich ist. Diese Aufgabe
wird erfindungsgeman dadurch geldst, dass ein oder mehrere Leiterbahnen (66) der Leiterplatte (61) in warmeleitendem Kontakt mit dem Boden
(117) sind.
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